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Ia invencién se refiere a un elemeﬁto fotosengible
que comprende un subsirato inorgéniéo hidréfilo y una foto-
leca o fotorreserva dispuesta sobre &1.

Ias fotolacas no se adhieren facilmente a los subs-
tratos inorginicos hidrdéfilos, por sjemplo viario, silica-
tos y los diversos compuestos de Ozido de siliecio, por ejemt
plo 8i0, Si0 .

Se ha intentado evitar el incomveniemte antes ﬁenciL
nado llevando a una forma nidroéfoba por 10 moenos una pirte
del subgtrato sobre el que se dispone la fotolaca. Con el
substrato $i0 esto es posivle mediante un tratamiento tér-
mico por enciga de 2002C. Isto no tiene éxito, por ejemplo
cuando el substrato es vidrio o un 6xido de silicio inivuri-
ficado con f£ésforo. =Zn tales casos, el substrato se pucde
hacer hidréfobo disponiendo sobre é1 una capa adherente de,
por ejemplo, un compuesto de silano (Ehotoresiét Seminar.
Proc. (Actas del Seminario sobre fotorreserva) 1968, vol.
II, pég. 30). Los compusstos de silamo usados son, por ejei
plo, dimetildiclorosilano, feniltrieclorosilarno y fenildimo-|
tilelorosileno. Ia disposicidén de tales compuestos de si-
1lano se efectia usualmente mediente la fase gaseosa, en la
gue se introduce el vapor de silano mediante un gas propul-
sor seco, por ejemplo pitrégeno, a un esﬁacio seco de trata+
miento'en el que estd situado el substrato a tratar.

Aungue este procedimiento da buenos resultados, tig
ne el ixconveniente de ser bastaﬁﬁe laborioso y caro. Ademdis
de.los compuestos de silano, también se pueden user metales
y 6xidos'metélicos en capes adherentes pars fotolécas. Son

ejemplos de ellos las capas metélicas,.dGPOSitadas por Ve~
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por o pulverigzacidon idnica, de vor ejemplo bismuto, cromo,
oro o platino, & las capas de 'i‘iO2 depogitadas por vapor,
Tos inconvenientes de tales capas adherentes dispuestas so-
bre substratos inorgénicos hidréfilos son las grandes inver
siones, largos tlempos de tratamiento y una diferencia de
indice de refraccibn entre las capas adherentes y la foto-
laca presente sobre ellas, lo que puede originar reflexio-
nes indoseodas,

Se ha sugorido edends en la marufactura de scmicor-—
ductores I.B.k. Tecan. Discl. Bull. (Boletin de informacidh
téenica I.B.H.) vol 9, n? 8, onero 1967) el disponer en una
éapa de 8102 que aisle 2l material semiconductor subyacen—
te una capa adherente de polivinilformamida, y disponer la
fotolaca sobre ella. 8Sin embargo, la capa adherente es so-
luble o es atacada por diversos disolventss orgdnicos, de
menera que la eleccién de fotolacas utilizables estd res-
tringida. ILas fotolacas que trabajan en positivo, por ejem
plo, no serdn Utiles generalmente.

Los solicitentes han desarrollado ahora un elemén—
‘o fotosensible de la clase mencionada en el predmbulo, que
no presents los inconvenientes entes mencionados. Més en
particular, el elememto fotosensible segin la invencidn
estd oaraéterizado porque el substrato esté provisto, en su
superficie, de una capa adherente de resine epoxidica endu-
recida sobre la que se dispone le fotolaca.

Ta capa de resina époxidica endurecida se asdhiere
con particuler facilidad al substrato hidrdfilo. Ademds,
y esto eé de importancis esencial pare une evaluacibn co-
rrecta de la presente invencidn, dichz capa muestra gren

nimero de caracteristicas favorables y propiedades ventajo-
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sas que se considera que son de importencia esenciél para
!

la aplicacidn préctice. Dichas caracteristicas favorables

son: .

1.~ Ia resina epoxfdica se puede disponer en capas muy
delgadas que muestran pocas variaciones de espesor, y
que se pueden endurecer suficientemente a temperaturas
menores que 1609C, A |

2.~ L& capa endurecida no es atacada por los constituyen-—
tes de la fotolaca, tales como diluyentes, disolven—
tes y constituyentes sdélidos. ,

3e= 1Ia resina confiere une adherencia buena & 1s fotolaca.

4.= Ta capa de resina epoxidice no produce variaciones en

las propiededes de la fotolaca.
5= Ie cepe epoxidica no es atecada por la luz de laser
(A= 300 ~ 400 n.m. I = 150 ©J /em? en 1077 seg. ).
6+~ Ia capa de resina epoxidica.ﬁuede séportar fluidos sl
calinos.

T+~ Ta calidad de la capa de resina epoxidica es reprodu-

cible.
e El procedimiento no es perjudicial para ol ambiente.
Se ha de observar que se conoce por si mismo, por
las solicitudes de patonte holandesa 6.404.170 y 6.502.012,
publicadaes, para mejorar la edherencis de, por ejemplo, ca
pas fotopolimerizables sobre un substrato, el empaper 1a
capaﬁfotopolimerizable proporcionada con una solucibén de

una resina epoxidica con endurecedor. Dste tratamiento

. posterior hace que la capa fotopolimerizable se hinche,
. * P

como resultado de lo cual, en opinibén de la solicitante,
s¢ origing una situacidn oscura. Ademds, este método cono-

cido no se puede usar con fotolacas positivas que se con-
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vierten en compuestos solubles bajo influverncia de la luz.
Ademds, dichas nemorias descriptivas de patente no mencio-
nan una capa inbermedia que perfecciona la adhesidn.

Ia capa adherente de resina epoxidica endurecida
presente en el elemento fotosensible segin la invencidn se
puede obtener de mancra usual, disponiendo una laca de re-—
sina epoxidica, consistente en una mezcla de una resins
epoxidica y un sistems endurccedor de la resins epoxidica,
pogiblemonte diluida con un disolvente, como capa delgadsn
gobre el suvsitrato, y haciendo lusge que el conjunto endu-
regzca. Se ha de entender que en una resina epoxidica se
incluye un poli(éter glicidilico) de un compuesto polihidro
xilico. La resina epoxidica disponible en el comercio se
ha obtenido, -por ejeuplo, haciendo reaccionsar epiclorhidri
na con difenilol-2,2-propano (bisfenol-i) en presencia de
un hidrdxido elecalino. Altefnativémenme, se pueden prepa—
rar resinas epoxidicas dtiles haciendo reaccionar otros com
puestos polihidroxilicos, tales como Novolaes, resoles v
compuestos polihidroxilicos aliféticOg, con epiclorhidrina
u otros compuestos qﬁe cortienen grupos epoxidicos.

la resina epoxidiéa se puede endurecer o temperatu-~
re ambiente o temperétura elevada, usando sislemas endure—~
cedores cénocidos que contlenen sustanciss que, por molécu-
la, contienen al menos dos grupos que son reactivos respec-
to & los grupos epoxidicos de la molécula de resina, Son
ejemplos do tales sustancins las, poliaminas alifiticas y
erométicas, enhidridos de 4cido y compuestos aromdticos que
tiehen dbs o més grupos hidroxilo unidos fendlicamente .
Ademés de estas sustancias, el sistema endurecedor puede

comprender también un llamado acelersdor, es decir, un ceig
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| to de rotacidn. Ta posibilidad de usar un procediniento de
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lizador que ecelere la resccidn de endureciniento, por ejer

plo hexametilén-tetrsamina. Segun la invercidn, se consigue:

resultados particularmente buenos si se use como sishens

ne un compuesto fendlico y dimetilenftetrametilen-te%raami-
N2, 7 '

Este agente endurecedor es conocido por si mismo
por la memoria descriptiva de la patenie holandess 145.576,
e nombre ds la sgolicitente. Se ha de erbender que un con-
puesto fenblico es un compuesto aromético Mono= o polinu-—
clear que conbtiene al menos un grupo epoxidico unido Ffend-
licamente, asi como 8l menos une posicidn orto o DPare, reg
pecto al grupo hidroxilo, que estd ocupada por un sustitu-
yente distinto del hidrdgeno. Son ejemplos de compuestos
fendlicos el fenol, los homdlogos del fenol y el bisfenol-—i

Este sisteme endurecedor es.fécilmente soluble en
buena centided de disolventes orgdnicos, tales como hidro-
carburos aliféticos y aromiticos, alcoholes y dsteres, y
ademds muestra baja volatilidad. n estas bases, el siste
ma, epdurecedor se pue@e tratar junto con la resina.epoxidi
ca, a soluciones que-tiemen una viscosidad y volatilidad
ajustadas; de manera que el producto se puede disponer so-

bre un substrato hidrdfilo mediante un llamado procedimien—

rotacidn, también conocido como procedimiento de centrifu-
gacidn, en el que una solucidn diluida del materiel a dispo
ner se vierte sobre un substrato rotatorio, y luego es des-
pedidorléjOS en su mayor parte, por una velocidod aumentada
de'fotacién, donde una capa muy delzada de la solucidn per—

.
manece sobre el substraio, presente veniajas préclicas y

[}
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técnicas significativas. En particular, son de esencial
importencia la buena reproducibilidad del procedimiento de
rotacidn, y las calidades de la capa dispuesta mediante di
cho procedimiento, en lo que respecfa al espesor de la ca-
pa, uniforme y ajustable. Tras disponer la capa de resins
epoxidica con sistema endurecedor, ol disolvente se evapo-
ra al aire y también tiene luger e). endurecimionto. Bl en-
durceinionto se acelera usualmontc sometiendo el suwvstrato,
con 1o copo de roesina disiucsta sobre él, g benporaturos
nds altos, de como mdximo 1500C. Ta duracidn del tratomiord
to tdrmico, incluyendo calentamieﬁto y enfriamiento, es al
monos 30 minutos y como méximo unas pocas horas. Sobre la
caps de resina epoxidica endurecida, cuyo espesor de capa
es por lo general 0,1 - O,S/U s 8¢ dispone lusgo una solu-
cidn de la fotoleca, preferiblemente también mediante el
procediniento de centrifuzacidn. Son ejemplos de fotolacas
adecuadas aquellas que estan basadas en sustarncias fotosen
sibles del tipo de la Q-naftoguinoradiamida, sobre todo lag
foltolacas positivas de que se dispone en el comercio, cono-
cidas como Shipley. Tras secar la fotolaca, por ejemplo en
un horno a 25¢C, se obtiene una cépa de laca ocon espesor
de eproximadeamente 0,1 /Lm. '

Bl elemento fotosensible segdn la invencidn es par-
ticularmente adecuado para uso en la maﬁufactura de porta~
dores de registro para almacener informacidn coh uns densi-
dad muy grande, por ejemplo para almécenar'informacién videp
(de imagen). ‘

Ta invencidn se refiere también a wn método para la
antes mencionada manufactura de portadores de registro, en

el que un elemento fotosensible que comprende un portador
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en forme de disco, gque comsiste al menos por un lado en
material inorgénico hidrdfilo que estd provisto de una fo-
tolaca, se expone intermitentemente, durente tiempos verie-
bles, por el lado de la fotolaca, de ‘acusrdo con la infor-
macidn & trater, tras lo cual la fotolaca se revela y se
forma uns pista de informacidn.

Tal método se expone en la solicitud de patente
holandesa n¢ 7,212,045, publicada, a nowbre de la solici-
tentes In este mdtodo se usa un elomento fotosensible que
consiste en una placa de vidrio en formsa de disco, que ostd]
provista por un lado de una capa bigica depositada por va-
por, de 5i0_, donde x es 1 0 2, una capa metdlica muy del-
gada dispueste sobre la capa bisica, mediente un procedi-

. *

miento de pukverizacidn ilnica, y una capa de fotolaca dig

tolaca mediarte un rayo laser, y revelar la fotolaca, la
perte liberada de la capa metédlica y las pertes subyacen—
tes de la capa basica se eliminan por atague quimico. De
esta maneras se obtiene una pista de informacidén que consis-
te en circulos concéntricos o estd en forma de espiral,
Iras eliminar las perites restantes de la capa metd
lica se obtiene uné llameda "placa maestra" de la que, se-
gin métodos conocidos, se pueden hacer copias de reproduc-
ciones, a vaces llemadas matrices padre, due pueden servir
como troqusles pare la compresidn de portadores de registrg
consistentes en resina sintética; A titulo de ejemplo, po-
ra la mamfactura de una matriz padre se puede usar un méto
do en el que primero se hace conductora la "placa maestrod

medisnte una solucibn de plate amoniacal, ¥ luege se forma
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te sobre la capa de plata, tras 1o cual la placa de vidrio,

eliminan. Hgbe método conocido tiene el inconvenionte de
ser muy 1abor£oso y consumir mucho tiempo, como resultado
de 1lo cual también auments la posibilidad de errorss e
inexactitudes. Ademds, los procodimiontos usados en oste
método son bastante caros. Ia laboriosided dol método po
exprosa aqui principalmentc indicando que primero se ha do
depositar uwna cepa de Siox, comno vanor, sobre la plece de
vidrio, {tros lo cual se forma scbre ella por’yulvcrizacién
idnica una caps metélica, y luego se dispone una capa de
fobtolaca. Trag exponer ¥y revelar la fotolaca, las partes
de la capa metélica y capa de SiOx presentes por dehajo de
la fotolace eliminada se han de volver a eliminar por ata-
que gquimico.

La invencidn se refiere a un método de la clase and
tes mencionada, que no presenta los inconvenientes descri-
tos.

Més en particular, la invencidn se refiere a un
método pare manufacturer un portador de registro adecuado
para almacenar informacidn con una densidad muy grande,
donde un elemonto fotosensible que comprende un portador
en forma ée disco, que consiste al menos por un lado en ng
terial inorginico hidrdfilo que esté provisto de una Foto-
laca, se expone intermitentemcnte durante tiempos variables
por el ledo de la fotolaca, de acuerdo con la informacién
a tratar, tras lo cual la fotolaca se revela y se forma ung

pista de informacidn, caracterizado porque la fotolaca esté

dispuesta sobre una cape adherente de resine epoxidica en-
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“una placa de vidrio Dlara sobre la que se dispone directa-

-en el comercio comocida como Shipley AZ 13?0. Tas fotolacas
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inorgénico hidrdfilo. _

- Ia cape de resina epoxidica endurécida se puede
obtener de la Fisma manera, y témbién megtra las mismas
caracteristicas favorables, que ya se ha indicado antss en
la descripeidn del elemento fbﬁOSensible. En particuler,

]
las propiedades favorables de la resina epoxidica 811i in-
dicadas respecto a la fotolaca, la insensibilidad de la re
gina epoxidica respecto a la luz de laser con ¢ue por-l1o0
generel se registra la informacién, asi como 1l posivilidad
do disponer la resire en capas ruy Gelgadas, mediente un

atractivo procedimiento "de rotacidn", tienen como resul-

cionales sobre los méio0dos conocidog.
En.una realizacidn favorable del método segun la

invencidn, el portador en forma de disco estd formado por

mente la capa adherente con fotolacs, consistente en resi-
na epoxidica endurecida.

Cuando se compara esta Ultime realizacidn con el
método_anﬁes mencionado es sorprendente gue, ademds de la
ventaja de la aunserncia de una capa metilica delgada, ya no
es necesario disponer una capa adherente de SlO sobre la
placa de v1drlo. Se ha hallado que se consiguen buenos re-—
sultados cuando la capa de resina epoxidice se dispone di-
rectamente sobre la placa de vidrio. Iie fotolaca usada exn
el mé&bodo segin la invencidn buede ser tanto negativa, es
decir, insoluble tres exposicién, como positiva, o sea so-
luble ﬁras exposicidn. Preferiblemente se usa una fotolaca

positiva, por ejemplo la fotorreserva positiva disponible
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DPositivas presentan la ventaja de gque la potencia resultan
te es muy grende, lo que tiene importancia para proporcio-
ner una pista de informacién‘muy fina.

Pras eiponer la. fotolaca mediante un rayo laser,
segun un método conocido, por ejemplo como gse describe en
la anfies moncionada solicitud de patente holandesa T7.212,04
las partes expuesias 0 no expuestas se separan tras revelar
la loca, segin el tipo de fotolaca. U1 rasultado do este
tratamiento es un portador dz regisiro consistenite en una

capa plane adherente de resina epoxidica endurscidz, que

estd provisia de une capa de fotolaca en la que se forma lal .

pista de informacidn. Do esta placa maestra se hace uns
matriz padre, segin un método egpecial segin la presente
invencidn, que se caracterize porque la pista de informecid
obtenida en la capa de fotolaca se reviste primero de mane-
ra no electrolitica, y luego por galvanoplastia, con una cz
pa metélica, tras lo cual el portador en formz de disco,
consistente en material inorgdnico hidrdéfilo junto con la
resina epoxidica aln presente, y posiblemente la fotolaca,
ge eliminan por medioc ‘de un tratamiento mecénico.

Segin el método de la presente invencidén no es necg
sario, en contraste con los métodos conocldos, eliminar por
ateque quimico la capa o capas subyacentes bajo la capa de
fotolaca. En relacidn con ésto se hace refersncia de nuevo
a la(&a citada solicitud de patente holandesa T7.212.045,
en la que se describe guc tras el reveladp.d& la capa de
fOtolaca’se han de eliminar por ataque quinico primero ls
capa metdlica desprendide, y luego la capa de Si0, subye-

cente, tras lo cual se proporciora & la placa maesirs re-

]
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mehte, une capa metélica, en partiéular una capa de niquel,
Segﬁn el método de la presente inﬁenciénbse Proporciona ung
capa metélica directamente sobre la cepa revelada de foto-
laca y les partes desprendidas de la capa adherente. Bl prg
porcionar une capa metélica, por ejemplo una capa de niquel,
se puede efectuar por si mismo segin el método usual, por

ejemplo segin los métodos descritos en la solicitud de pa-
tonte holandesa antes mencionada. Comno éjemplo de tal méto-
G0 se pucde menciorer el miquelado no elsetrolizico medicn-
te una solucidn que contiene una sal de niquel, un formedor
de complejo por iones niguel y un hipofosfito o dimetilami-

P

noborano como agente de reduccidn, seguido por niguelado

electrolitico wsando un befo de nigueler en el que el niquell

estd presente en forma de un sulfato, sulfemato o fluobora-

Lo invencildn se describiréd shors en mds detalle con
referencia al dibujo y ejemplos, donde en el dibujo:
Ta Pigura 1 es una vista en seccidn recta de un
elemento fobtosensible segin la invencidn,
,_Lé Figura 2 es una vista en seccidén recta de un por
tador de registro, y
la Pigura 3 muestra un portedor de regisiro que es

adecuado para uso como troquel.

la) Preparacidn de una laca de resina epoxidica

- Se preparé una laca a partir de los sigulentes con-

ponentes:
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Componente A

Resina epoxidica ge difenilolpropanc y

epiclorhidrina : 20 8
Dimetilen~fetrametilen-totraaning : 0,84 g
disueltos en diacefona-aleohol : 47,16 g
Yy wecotato de metilglicol : 12 £
Centided total : 80 g
Compomente B o
Bisfenol A : 14,4 g
Diecetona alcohol : 5,6 &
Cantidad total = 50 &

Para este fin, 8 partes en volumen de comporente A
se mezclaron con 1 parie en volumén de componente B, luego
se homogeneizd lz totelided, y se le did el valor deseado
pere la viscosidad por dilucidn con diacetona~alcohol. 21
tiempo de endurecimiento de esta laca & 120 - 150¢C es 30
minutos a unas pocas horas, dependiendo de la temperatura
de endurecimiento. A temperatura ambiente la laca es esha-
ble muy largo tiempo.. .

b) Manufactura de elemento Fotosensible en foima de una plat

ce maegtra, vy tratamiento posterior a pleca vadre.

Una placa 1 de vidrio pulimentado y pulido (Figure
1), que tiene un didmetro de aproximedamente 35 cm ¥y un es-
pesor de 6 mm, se limpia a Fondo medidnte una'soiucién acuo
sa de'un meterial tensioactivo. ILa place limpiada se lava
cuidadosamente con agua y se pone en una mesa giratoria pa-~
ra rotacidén a aproximedamente 1000 rpm, de manera que la
placa de .vidrio se seque. Irss detener le mesa giratoria,
se viefte diacetona alcohol sobre la placa de vidrio, tras

1o cual la placa se vuelve a sccar por rotacidn a aproxine~

A}
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damente 1000 ipm. Durente le rotacidn se sigue vertiendo
diaeetona—alcohoi sobre la place durente algin Htiempo.
Tuego se fija la mesa giratoria a una velocidad de aproxi-
medamente 50 rpm, y se proporciona una resina epoxidica di-
lufde como se ha descrito en g . 2n este caso se han @ilui-
do 8 partes en peso de componente A ¥ 1 parte en peso de
componente B con 3 partes en volumen de diacetona alcohol.
#sto solucidn de laca se dosifica a través de un £iltro so-
bre la placa de vidrio que girs lentamente, corncretomento |
digponicndo desde el torde exterior al ceniro una espiral
de la solucidn de laca, que tras fluir produce una cape ce-
rrada de laca sobre la placa de vidrio. Fijando subsiguien-—
temente la mesa giratoriz a aproximadamentg 12 rpm, la mo-
yor parte de la solucién de laca es lanzeda de la placa.
Tras reposo de la mesa giratoria, la placa de vidrio con la
capa de resine epoxidica se pone en un horno, se calicnta
hasta 1500C, se mantiene a 1502C durante algin tiempo, y
Iuego se vuelve a enfriar hasta temperatura amtiente. La
capa 2 endurecida de resina epoxidica obtenida de esta ma-
nera tiene un espesor de 0,28 + 0,2 /Am.

Una capa 3 de una fotolaca positiva (Figura 1), por
ejemplo Shipley AZ 1350, de 0,12 0,0l/um, se dispone sO-
bre dicha capa de resina epoxidica, de una manera gue es
idéntica a la antes descrita disposicidn de la capa de re-—
sina'epoxidica.

Se ha obtenido ahora un elemento Fotosensible sesun
se muestra en la Figura 1.

iuego se expone la fofolaca mediante un lager (He-C&

o Kr), segin un método conocido, como se describe en la so-

licitud de patente holandese T7.212.045. ZBp este método, lz

-
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informacibn video es registrada por un laser en tiempo real
mediante un modulédor, un sistema de modulacidn de video y
un sistema Optico. Inego se revela la placa durante 0,5 -
2 minutos en un revelador alcalino, obteniéndose ung place
maestre seglin se muesira en la Figura 2. Los mimeros de
referencie tienon los mismos significados que en la Figu-
ra l.

u la placa massira se dispone,’'de mansra no olec—
trolitica, una delgada capz conductora de niguel por inmer-
sidn duranto 1 mimubto en un dafio liguido a 752C, que con-
tiene por litro 30 g de HiSO4'7H20, 30 g de &cido aminoacéd-
$ico y 10 g de Hal 21>02-'H20. E1 pH del bafio 1fquido se fija
a un valor de 5, por adicidn de H so4 & HalH.

Tras la inmersibn, la plaga se lava cuidadosamonte
nediante un bafo de rebose que tienc una temperatura ini-
cial del bafio de 45¢C. El enfrizmiento en el vafio de rebo-
se no debe ser demasiado abrupto, para evitar tenéiones de
encogimiento demasiado grandes en la capa de niquel. La ca-
pe de niguel dispuésta tiene un espesor de aproximadamente
500 K, lo que es suficiente para realizar un procedimiento
electrolitico con el que el espesor de la cape de niquel se
gunenta hasta aproximadamente 0,4 mm. Para este fin se hacp
girar la placa (100 rpm) en un bafio liguido de elecirolisis
que contiene por litro 440 g de sulfemato de niquel, 30 g
de &cido bérico y 0,4 g de leurilsulfato sbdico. Ia electrg
lisis se mantiene inicialmente muy baja, aproximadanmente
0,5 amp., y se aumente gradualmente a 100 a 400 amp. Tan
pronto cbmo se ha alcanzado el espesor de 0,4 mm descado pa
ra la cepa do niquei, la placa se retira de la solucidn de

electrolisis, se lava y se seca, tras lo cual la place de
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.ﬁidrio con resina epoxidixa y restos de fotolaca se separy
dc la capa de niquel, La separacién se efectiia usualmente en
la fotolaca, lo que signific¢a que la capa de niguel adn pue-
de contener algo de fotolaca que se elimina mediamté un di-
solvente, por ejemplo metil-isobutil-cetona. La matriz padre

resultante (4) se muestra en la Figura 3,

REIVINDICACTIONES

Los puntos de invencién propia y nucva que se
presentan para gue scan objeto de esta solicitud de Patente
de Invencidn en Espafla, por VEINTE afios, son los que se reco-
gen en las reivindicaciones siguientes:

12,~ Método para fabricar un portador de re-
gistro para almacenar informacién con densidad muy grande,
donde un elzmento fotosensible gque comprende un portador de

registro en forma de disco, que congiste al menos por un lada

e: ~aterial inorgdnico hidréfilo que estd provisto de una fo+

t " .oea, se expone intermitentemente durante ticmpos variabled

por el lado de la fotolaca, de acuerdo con la informmacidn a

tratar, tras lo cual se revela la fotolaca y se forma una pig

ta de infommacién, caracterizado porgue la fotolaca estd diss

puesta sobre una capa adherente de resina epoxidica endurcci-d

1 ]
da, cque a su vez estd dispucsta sobre el material inorgdnico

>

N
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hidréfilo.
22 ,« Método seqln la reivindicacidn 12, carac-
terizado porque el portador 'en forma de disco estd formado
por una placa de vidrio plana, sobre la que sc disponce direc-
Lancnte la capa adherente consistente on resina epoxidica en-
durecida con fotolaca,

32,~ hétodo segin la reivindicacidn 12 o 23,
caracterizado porque, tras revelado de la fotolaca presente
sobre la capa de resina epoxidica, la pista de informacién re
sustante se reviste con una capa metdlica, primero de manera
no electrolitica v lucgo por ¢alvanoplastia, tras lo cual el
portador en forma de disco, consistente en material inorgédni-
co hidréfilo junto con la resina epoxidica ain presente, y
posiblemente fotolaca, se eliminan por tratamiento mecdnico,
48,~ Método para fabricar un portador de re-
gistro para almacenar informacidn con densidad muy grande,
Tal v como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines que se han especificado. |
Esta Memoria consta de diecisiete hojas
escritas a miquina por una sola cara,
MADRID, 2314 1 7

o 4

P, A Alberto de Elzebifi
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